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吉利汽車（Geely Automobile 博瑞(Bo Rui) PHEV 搭載  
Delphi製パワーカード 構造解析レポート 

概要 
・中国吉利PHEV搭載の両面冷却のIGBTモジュール。 
 同車種以外にVolvo、BMWにも同製品が搭載。 
 

製品特長 
・DBA基板でチップを挟み込んだ両面冷却構造となっており 
 端子部を樹脂モールドでコーティングしている構造。 
・IGBTチップ内は温度センスダイオード、電流センス素子、ゲート保護ダイ  
 オードが集積。 

レポート内容   
・両面冷却構造の接合部、構成部材を中心に解析しています。 
 また、モジュール平面解析の結果からDBA基板のレイアウトの推定、 
 熱解析によるモジュール熱抵抗の見積もりも実施しています。 
・IGBTチップ解析ではセル部、周辺部の解析に加えて、本製品の特徴である  
 温度センスダイオード、ゲート保護ダイオードの平面観察から構造の推定 
 も行っています。 
 
 

レポート価格 
  価格：  60万円（税別)  

モジュール外観 

X線写真 チップ写真（左IGBTチップ 右FWDチップ） 
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